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Qualifikation und Leistungsspezifikation
für starre Leiterplatten

1 ANWENDUNGSBEREICH

1.1 Erläuterung zum Anwendungsbereich Diese Spezifikation legt die Anforderungen an die Qualifikation und
Leistungsspezifikation für die Herstellung starrer Leiterplatten fest.

1.2 Zweck Der Zweck dieser Spezifikation ist es, Anforderungen an die Qualifikation und Leistung starrer Leiterplatten
auf der Grundlage folgender Aufbauten und/oder Technologien zu liefern. Diese Anforderungen gelten für das fertige
Produkt, soweit nicht anderweitig spezifiziert:
• Ein- oder zweiseitige Leiterplatten mit oder ohne durchmetallisierte(n) Löcher(n) (PTHs).
• Multilayer-Leiterplatten mit durchmetallisierten Löchern mit oder ohne nicht-durchgehende(n) Verbindungslöcher(n)/

Sacklöcher(n)/Microvias.
• Leiterplatten mit eingebetteten aktiven/passiven Schaltungen mit kapazitiven Ebenen (verteilte Kapazität) und/oder

kapazitiven oder resistiven Bauteilen.
• Leiterplatten mit Metallkern mit oder ohne aktiver oder passiver externe(r) metallische(r) Wärmesenke.

1.2.1 Ergänzende Dokumentation Die Richtlinie IPC-A-600 enthält Zeichnungen, Illustrationen und Fotografien, die der
Veranschaulichung der auf Außen- und Innenlagen beobachtbaren, zulässigen oder fehlerhaften Zustände dienen. Sie kann
gemeinsam mit dieser Spezifikation genutzt werden, um die Empfehlungen und Anforderungen umfassender und leichter
verstehen zu können.

1.3 Leistungsklassifikation und Typ

1.3.1 Klassifikation Diese Spezifikation legt die Abnahmekriterien für die Leistungsklassifikation starrer Leiterplatten auf
der Grundlage von Kundenanforderungen und/oder Anforderungen der Endanwendung fest. Die Leiterplatten werden durch
eine von drei allgemeinen Leistungsklassen entsprechend IPC-6011 klassifiziert.

1.3.1.1 Abweichungen von Anforderungen Anforderungen, die von den Spezifikationen dieser Richtlinie abweichen,
müssen den Vereinbarungen zwischen Anwender und Lieferant entsprechen (AABUS).

1.3.1.2 Abweichende Anforderungen für die Raumfahrt Abweichungen bei der Leistungsklassifikation für die Raumfahrt
sind in der Ergänzung IPC-6012ES definiert und gelten, wenn diese Ergänzung in der Beschaffungsdokumentation
spezifiziert wurde.

1.3.2 Leiterplattentyp Leiterplatten ohne durchmetallisierte Löcher (Typ 1) und mit durchmetallisierten Löchern (Typen
2-6) werden wie folgt klassifiziert und können Technologiezusätze (siehe Tabelle 1-1) beinhalten:

Typ 1 — Einseitige Leiterplatte
Typ 2 — Doppelseitige Leiterplatte
Typ 3 — Multilayer-Leiterplatte ohne Sacklöcher oder nicht-durchgehende Verbindungslöcher
Typ 4 — Multilayer-Leiterplatte mit Sacklöchern und/oder nicht-durchgehenden Verbindungslöchern (kann Microvias

enthalten)
Typ 5 — Multilayer-Metallkernleiterplatte ohne Sacklöcher oder nicht-durchgehende Verbindungslöcher
Typ 6 — Multilayer-Metallkernleiterplatte mit Sacklöchern und/oder nicht-durchgehenden Verbindungslöchern (kann

Microvias enthalten)

1.3.3 Auswahl für die Beschaffung Die Leistungsklasse muss in der Beschaffungsdokumentation spezifiziert werden.

Die Beschaffungsdokumentation muss ausreichend Informationen für die Herstellung der Leiterplatte zur Verfügung
stellen und sicherstellen, dass der Anwender das gewünschte Produkt erhält. Die Informationen, die in der Beschaffungs-
dokumentation enthalten sein sollten, müssen IPC-2611 und IPC-2614 entsprechen.
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